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fineon, AMD und Dupont Photomask griinden Joint Venture

Maskenzentrum in Dresden

igh-Tech-Offensive in Dresden: Infineon, AMD und Dupont
10tomasks werden in der sdchsischen Hauptstadt ein Joint-
anture-Unternehmen zur Entwicklung und Produktion von Be-
htungsmasken griinden. Die beteiligten Halbleiterhersteller
rsprechen sich neben einem technologischen Fortschritt auch
ne »Optimierung der Kostenposition«.

resden - Advanced Mask Tech-
logy Center GmbH & Co. KG
MTC) - so wird Dresdens neu-
tes High-Tech-Unternehmen
iflen. Die Firma, an dem die Ko-
erationspartner zu je einem
ittel beteiligt sind, soll in Zu-
nft lithographische Masken der
chsten Generation entwickeln
d in Musterstiickzahlen herstel-
1. Die spétere Volumenproduk-
n der Masken will DuPont Pho-
mask im gleichen Gebdudekom-
x durchfiihren, dafiir aber ein

eigenes Unternehmen griinden.
»Durch die Partnerschaft mit AMD
und DuPont Photomasks kdnnen
wir unsere

Kostenposi-

. p . »Das AMTC wird mittelfristig zum
thn opti- neuen Motor unserer Halbleiter-
mieren«, so entwicklung. «

Dr. Andreas

von Zitzewitz, Mitglied des Vor-
stands und COO von Infineon.
Auflerdem erwartet er, dass sich
»das AMTC in Dresden mittelfri-
stig zum neuen Motor unserer
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Proflbus domlmert noch immer klar

Frankfurt/Main - Nach einer neuen Analyse von Frost & Sullivan
soll der Europamarkt fiir Feldbussysteme von 170 Millionen Dollar
(2001) auf 420 Millionen Dollar (2008) wachsen.

Technische Vereinfachungen und langfristige Kostenvorteile sind
lie Schliisselfaktoren fiir die Nachfrage nach dieser neuesten Ent-
wicklung in der Prozessautomation. Unter den Feldbus-Protokollen
st Profibus in Europa mit einem Bekanntheitsgrad von 85 Prozent

- 16%

Klarer Marktfiihrer. Sein

Marktanteil diirfte aber
18%  in den nachsten Jahren
zugunsten konkurrie-
render Protokolle wie
14%  Foundation zurlickge-
hen. Das bisher vor al-
lem auf dem US-Markt
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10%  eingesetzte Protokoll er-
freut sich aber neuer-
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Dr. Andreas von Zitzewitz, Infineon

AMD
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Spieglein,

] °
Spieglein...
Sunnyavale - »MirrorBit« heifét die
neue Flash-Speicher-Variante von
AMD. Gegeniiber herkdmmlichen
NOR-Flash-ICs weist diese eine dop-
pelte Speicherkapazitdt pro Zelle
auf. Laut AMD wird durch die Mir-
ror-Bit-Architektur die Kapazitit
verdoppelt, da statt bisher 1 Bit nun
2 Bit in einer Multi-Bit-Speicherzel-
le Platz finden. Bemerkenswert ist
auch die Lebensdauer, die AMD mit
100.000 Schreib- und Loschzyklen
oder 20 Jahre Datenspeicherung bei
125°C angibt. Den Auftakt bildet ein
64-MBit-Speicher-Chip. In der zwei-
ten Jahreshadlfte sollen die 128- und
265-MBit-MirrorBit-Speicher folgen.

Die Einsatzmdglichkeiten rei-
chen von Kfz-Elektronik iiber Set-
Top-Boxen und Handheldgeréte wie
Handys und PDAs. (ms) [ |

Smartlabels stehen erst am Anfang

Gehduse, passive Bauelemente, Sensorik
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China

Das Reich der Mitte mit fast 1,3
Milliarden Menschen bietet auch
fiir deutsche Unternehmen einen
sehr interessanten Markt. Doch
chinesische Firmen mausern sich
auch selbst zu High-Tech-Unter-
nehmen.
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Interview
der Woche

GPS-Funktionen
konnten bald in
allen moglichen
elektronischen
Consumer-Gera-
ten zum Einsatz
kommen. Als
erstes  diirften
Mobiltele-
fone dran sein.
Auf diesen Trend setzt Kanwar
Chadha, der Griinder des Chip-
Herstellers Sirf Technology.

Kanwar Chadha, die
Sirf Technology
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Netzwerk zur
EDA-Forderung

Mit dem EkompaSS-Forderkom-
plex und dem neu gegriindeten
edacentrum will sich das BMBF ge-
meinsam mit der Elektronikindus-
trie der EDA-Forderung in Deutsch-
land widmen.




[T HEY Design-Tools

EkompaSS-Programm zur Starkung der Mikroelektronik-Industrie

Netzwerk zur EDA-Forderung

Ohne neue Electronic-Design-Automation-Tools (EDA) lassen sich
zukiinftige I1Cs nicht mehr entwerfen. Mit dem EkompaSS-For-
derkomplex und dem neu gegriindeten edacentrum will das BMBF
zusammen mit der Elektronikindustrie sich dieser Problematik
widmen, Erste Ergebnisse wurden jetzt vorgestellt.

Mit der zunehmenden Struktur--

verkleinerung, der Vergrofierung
der Chipfliche, und der Inte-
gration vollstdndiger Systeme
wdchst die Komplexitdt inte-
grierter Schaltkreise mit einer
Steigerung von 58 Prozent pro
Jahr erheblich schneller als die
Produktivitét der Schaltungsent-
wickler, die mit nur 21 Prozent
pro Jahr zunimmt.

Dadurch wird die Beherr-
schung von die Systementwick-
lung treibenden Chipentwiirfen
aus Kosten- und Personalgriinden
mit den heutigen Entwurfsme-
thoden unmoglich. »In den ndchs-
ten Jahren wird deshalb der Chip-
entwurf zum eigentlichen Fla-
schenhals in der Weiterentwick-
lung der Mikroelektronikg, ist sich
Prof. Dr. Erich Barke vom Insti-
tut fiir Mikroelektronische Schal-
tungen und Systeme der Univer-
sitdt Hannover und Vorstands-
vorsitzender des edacentrums
sicher.

Derzeit sei Deutschland
fiihrend im Systembereich, ins-

besondere auf den Gebieten der
drahtgebundenen und drahtlo-
sen Kommunikation, der Auto-
mobilelektronik und der indus-
triellen Automatisierung. Daraus
wiirden spezifische Anforderun-
gen an Entwurfstechnik, Sys-
temspezifikation, Analog- und
Mixed-Signal-, Low-Power- und
HF-Design, einschlieflich der
Untersuchung parasitdrer Effek-
te auf Chips resultieren.

»Da diese Anforderungen von
den -verfiigharen EDA-Tools
nicht abgedeckt werden, sind
massive Anstrengungen der
deutschen Industrie auf dem Ge-
biet EDA unerldsslich, um die
Marktposition und die dahinter
stehenden Arbeitspldtze halten
und ausbauen zu Kkonnen,
erkldrt Prof. Dr. Barke. Der mit
0,15 Milliarden Euro/Jahr relativ
kleine EDA-Markt in Deutsch-
land beeinflusse entscheidend
den Bauelemente-Markt mit 13
Milliarden Euro/Jahr und die
Elektronikgerdte-Produktion mit
43 Milliarden Euro/Jahr.

EinordnUng der F6rdervorhaben

- Spezifi-
kation

‘Design

Verifi-
kation

Test

Einordnung der laufenden und geplanten Projekte von EkompaSS :
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Schaltung | Layout

ASDESE: ;
Verhinderung von §
ESD- und
Substrateffekten

- IP2: Plattformen und IP fur Mobilfunk

‘ HGDAT: Entwurfsmethodik fir HF-Systeme

'LEONIDAS: Leit-
bahnorientiertes
 Design, Parasitic

| VALS” denam.
Verifikation und
Fehleremulation

EMC u. Package-Desig: in Vorbereitung

An der Bewadltigung dieser
Aufgaben arbeiten die deut-
schen Mikroelektronik-Unter-
nehmen, die EDA-Anbieter
und die Forschungseinrich-
tungen in gemeinsamen F&E-
Projekten. Zur Unterstiitzung
hat das Bundesministerium
fir Bildung und Forschung
(BMBEF) jetzt den Forderkom-
plex »Entwurfsplattformen
fiir komplexe angewandte
Systeme und Schaltungen
der Mikroelektronik« (Ekom-
paSS) eingerichtet. »Durch
diese Mafinahme will das
BMBF in erster Linie dazu
beitragen, die einer starken
internationalen Konkurrenz aus-
gesetzten Arbeitspldtze in der
Systemindustrie und im EDA-
Umfeld zu erhalten und auszu-
bauen, erldutert Prof. Dr. Barke.

Als gemeinsame Initiative al-
ler Beteiligten wurde auflerdem
das edacentrum e.V. im Septem-
ber 2001 mit Sitz in Hannover ge-
griindet. Das edacentrum soll ein
schlagkraftiges EDA-Netzwerk
aufbauen, Synergien zwischen
den Projekten schaffen, die Ba-
sisforschung vorantreiben und
sich um Internationalisierung
und Standardisierung kiimmern.
Weitere Aufgaben des edacen-

Prof. Dr. Mucha erhielt die EDA-Medaille 2002

trums sind die Unterstiitzung der
Projekte durch Verdffentlichung

- der Ergebnisse sowie die Be-

kanntmachung der Thematik in
der breiten Offentlichkeit.
Hierzu veranstaltet das
edacentrum regelmaflige Work-
shops, in denen die technischen
Losungen vorgestellt und disku-
tiert werden. Auf dem kiirzlich
statt gefundenen ersten Ekom-
paSS-Workshop in Bonn konnten
sich Interessierte einen Uberblick
iiber die bereits laufenden und
geplanten Projekte verschaffen.
Die Vorhaben konzentrieren sich
auf die Entwurfsebenen und Auf-
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gaben, die fiir die Wettbewerbs-
fdhigkeit entscheidende Bedeu-
tung haben.

Obwohl das Programm Ekom-
paSS noch nicht lange lduft, zei-
gen sich bereits konkrete Erfol-
ge. »So spielt das Projekt IPQ be-
reits eine fiihrende Rolle bei der
Schaffung weltweiter Qualitats-
standards fiir IP-Module und
schafft damit wichtige Voraus-
setzungen fiir den Einsatz von
wieder verwendbaren IP-Modu-
len in Systemen aller Art«, be-
richtet Prof. Dr. Barke. Im Pro-
jekt VALSE wurde die formale
Verifikation vorangetrieben, um
das zentrale Problem der Verifi-
kation zu l16sen.

Mit diesen Ergebnissen konn-
ten extreme Anforderungen an
Qualitdt und Termintreue reali-
siert werden, von denen die Er-
teilung eines Groflauftrags an die
deutsche Industrie abhing. »Die
Performance der formalen Veri-
fikation wurde um einen Faktor
von 10 bis zu 100 gesteigert, der
Aufwand fiir die formale Analy-
se konnte im Vergleich zum kon-
ventionellen simulationsbasier-
ten Vorgehen um 40 Prozent ge-
senkt werden«, so Prof. Dr. Bar-
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ke. Da die Verifikation inzwi-
schen 70 bis 80 Prozent des ge-
samten Entwurfaufwands aus-
mache, seien dies entscheiden-
de Fortschritte. Dariiber hinaus
wurde durch die im Projekt ent-
wickelte formale Blockverifika-
tion die Wahrscheinlichkeit fiir
die Notwendigkeit eines Re-De-
signs halbiert. Dies fiihrt zu ei-
ner erheblichen Verbesserung
der Termintreue.

Bereits jetzt engagieren sich
25 Mitglieder im edacentrum,
zum Netzwerk gehoéren aufier-
dem zahlreiche Partner in den
Projekten. Allen Firmen und For-
schungseinrichtungen, die an be-
reits laufenden oder kiinftigen
EkompaSS-Projekten interessiert
sind, steht das edacentrum als
Berater zur Verfiigung. Auch bei
der Vorbereitung der Beantra-
gung neuer Projekte und bei der

Bildung von Projektkonsortien
unterstiitzt das edacentrum die
Firmen.

Als weitere Veranstaltungen
des edacentrums sind geplant:
IPQ Workshop Marseille, Frank-
reich 24. bis 27.9.2002 und AS-
DESE Workshop Florenz, Italien
27.9.2002. Auf der electronica
2002 in Miinchen ist das eda-
centrum auferdem als Aussteller
vertreten. (wi) &
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